
  

     
2026-2032全球与中国先进封装底部填充材料市场调研
报告 

【行业】:化工及材料 【报告编码】:179436373309609  

【出版时间】:2026-11-11 【订购热线】:+86 180 2246 3983

【电子邮件】:market@winmarketresearch.com

【报告价格】: ¥18900.00 中文电子版
¥18900.00 英文电子版
¥37800.00 中文+英文电子版

  内容摘要
  

根据统计及预测，2025年全球先进封装底部填充材料市场销售额达到了4.68亿美元，预计2032年将达到9.48亿美元，年复
合增长率（CAGR）为10.6%（2026-2032）。
先进封装底部填充材料是用于芯片与基板、芯片与中介层或堆叠芯片之间微间隙填充的聚合物封装材料，通过降低焊点和
微凸点的热机械应力、抑制界面裂纹和湿热失效来提升封装可靠性。产品形态包括毛细底填、免流动底填、模塑底填和预
涂覆材料等，并向低黏度、低温快速固化、细间距无空洞填充及低翘曲方向发展。2025年全球先进封装底部填充材料产量
约为13,400吨。
Chiplet、2.5D/3D 及 HBM 架构的发展带来了互连密度提升与凸点间距缩小，使得底部填充材料（underfill）对于保障微
互连的疲劳寿命与结构稳定性至关重要。
随着封装厚度变薄、芯片尺寸增大以及封装材料间热膨胀系数（CTE）失配加剧，材料配方正持续向低模量、低收缩率、低
翘曲度及高界面粘接强度的方向升级。
先进封装领域日益重视缩短工艺周期与提高良率，这推动了与生产设备紧密协同的快速固化、预涂覆及模塑底部填充（mol
ded-underfill）等解决方案的应用。
报告范围
本报告研究全球与中国市场先进封装底部填充材料的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国
市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021
至2025年，预测数据为2026至2032年。
市场细分
主要厂商包括：
  汉高
  纳美仕
  力森诺科
  长濑化成
  麦德美阿尔法
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
  毛细底填
  免流动底填
  模塑底填
  预涂覆底填
按照不同按树脂体系，包括如下几个类别：
  环氧型
  丙烯酸型
  复合树脂型
按照不同按固化温度，包括如下几个类别：
  低于130°C
  130–170°C
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  高于170°C
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
  倒装芯片封装
  2.5D/3D封装
  HBM及3D存储
  Chiplet封装
  扇出型封装
  其他先进封装
重点关注如下几个地区
  北美
  欧洲
  中国
  日本
  印度
  东南亚
章节概要
第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等
第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）
第3章：全球先进封装底部填充材料主要地区分析，包括销量、销售收入等
第4章：全球范围内先进封装底部填充材料主要厂商竞争分析，主要包括先进封装底部填充材料产能、销量、收入、市场份
额、价格、产地及行业集中度分析
第5章：全球先进封装底部填充材料主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、先进封装底部填充材料产品型号、销量、收入
、价格及最新动态等
第6章：全球不同产品类型先进封装底部填充材料销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用先进封装底部填充材料销量、收入、价格及份额等
第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等
第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等
第10章：报告结论
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